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(57)【要約】
【課題】発光器具の熱制御に関して改善すること。
【解決手段】発光器具１は、基体１０、発光ユニット２
０およびハウジング５０を含んでいる。基体１０は、底
部１２および側壁部１４を有している。発光ユニット２
０は、発光素子を有しており、基体１０の側壁部１４の
内側空間に設けられている。発光ユニット２０は、基体
１０の底部１２に固定されている。ハウジング５０は、
基体１０の底部１２および側壁部１４を覆っている。ハ
ウジング５０は、基体１０の側壁部１４との間に空隙を
介在させた状態で、基体１０に固定されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部および側壁部を有する基体と、
　発光素子を有しており、前記側壁部の内側空間に設けられているとともに、前記底部に
固定された発光ユニットと、
　前記基体の前記底部および前記側壁部を覆っており、前記側壁部との間に空隙を介在さ
せた状態で前記基体に固定されたハウジングと、
を備えた発光器具。
【請求項２】
　前記ハウジングが、嵌合によって前記基体の前記側壁部に固定されていることを特徴と
する請求項１記載の発光器具。
【請求項３】
　前記発光ユニットに電気的に接続されており、前記ハウジングに固定された電源ユニッ
トをさらに備えていることを特徴とする請求項１記載の発光器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば発光ダイオードなどの発光素子を有する発光器具に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば発光ダイオードなどの発光素子を有する発光器具の開発が進められている
。発光器具は、基体、発光素子を有する発光ユニットおよびハウジングを含んでいる。ハ
ウジングは、基体および発光ユニットを覆っている。例えば照明分野などにおいて、発光
器具は、光出力に関するさらなる改善が求められている。
【特許文献１】特開２００７－２９５００７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　発光器具の光出力を増大させることにより、発光器具によって発生される熱が増大する
傾向にある。一方で、熱が増大することにより、発光器具の発光特性が低下する可能性が
ある。発光器具の発光特性を向上させるためには、発光ユニットの熱制御に関して改善を
図る必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一つの態様によれば、発光器具は、基体、発光ユニットおよびハウジングを含
んでいる。基体は、底部および側壁部を有している。発光ユニットは、発光素子を有して
おり、基体の側壁部の内側に設けられている。発光ユニットは、基体の底部に固定されて
いる。ハウジングは、基体の底部および側壁部を覆っている。ハウジングは、基体の側壁
部との間に空隙を介在させた状態で、基体に固定されている。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の一つの態様によれば、発光器具は、基体の側壁部との間に空隙を介在させた状
態で基体に固定されたハウジングを含んでいる。発光器具は、このような構造によって、
熱制御に関して改善されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　下記において、いくつかの例示的な実施形態を説明している。
【０００７】
　本発明の一つの実施形態における発光器具１は、図１から図３までに示されているよう
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に、基体１０、発光ユニット２０および絶縁シート３０を含んでいる。発光器具１は、フ
ランジ４０、ハウジング５０および電源ユニット６０をさらに含んでいる。図１および図
３において、発光器具１は、電源ユニット６０が省略された状態で示されている。例示的
な発光器具１は、埋め込み型の照明器具である。
【０００８】
　基体１０は、金属材料を含んでおり、凹部を有している。基体１０の材料例は、アルミ
ニウム（Ａｌ）である。基体１０は、底部１２および側壁部１４を有している。
【０００９】
　発光ユニット２０は、基体１０の凹部の内側に設けられており、基体１０に固定されて
いる。発光ユニット２０は、底部１２に固定されている。図４に示されているように、発
光ユニット２０は、基板２２、複数の発光装置２４および反射部材２６を含んでいる。発
光ユニット２０は、カバー２８をさらに含んでいる。
【００１０】
　例示的な基板２２は、導体パターンを有しているガラスエポキシ基板である。複数の発
光装置２４は、基板２２に実装されている。
【００１１】
　図５および図６に示されているように、発光装置２４は、基体２４１、発光素子２４２
およびフレーム部材２４３を含んでいる。発光装置２４は、封入層２４４および発光部材
２４５をさらに含んでいる。図６において、発光装置２４は、内部構造を示すために、部
分的に省略された状態で示されている。
【００１２】
　例示的な基体２４１は、実質的にセラミックスからなる。発光素子２４２は、基体２４
１に実装されている。例示的な発光素子２４２は、半導体材料を含んでいる発光ダイオー
ドである。フレーム部材２４３は、基体２４１上に設けられており、発光素子２４２を囲
んでいる。フレーム部材２４３の材料例は、セラミックスである。封入層２４４は、フレ
ーム部材２４３の内側の空間に設けられており、発光素子２４２の上端および側面に付着
している。封入層２４４の材料例は、シリコーン樹脂である。発光部材２４５は、発光素
子２４２の上方に設けられており、フレーム部材２４３に固定されている。発光部材２４
５は、マトリクス材料および蛍光材料を含んでいる。例示的なマトリクス材料は、シリコ
ーン樹脂である。発光部材２４５は、発光素子２４２から放射された第１次光に応じて第
２次光を放射する。
【００１３】
　再び図４を参照して、反射部材２６は、基板２２に固定されている。例示的な反射部材
２６は、金属材料を含んでいる。反射部材２６は、複数の発光装置２４に対応している複
数の光反射面２６１を有している。カバー２８は、反射部材２６に固定されており、複数
の発光装置２４を覆っている。カバー２８は、透光性を有している。この透光性とは、発
光装置２４から放射された光の少なくとも一部が透過できることをいう。例示的なカバー
２８は、実質的にアクリル樹脂からなる。
【００１４】
　再び図１から図３までを参照して、絶縁シート３０は、基体１０と発光ユニット２０と
の間に設けられている。
【００１５】
　フランジ４０は、基体１０に固定されており、表面４０２および裏面４０４を有してい
る。フランジ４０は、金属材料を含む接合材によって、基体１０に固定されている。フラ
ンジ４０の“表面”４０２とは、発光器具１が天井または壁などに取り付けられた場合に
、照明空間に面する面のことをいう。照明空間とは、発光器具１から放射された光が届く
空間のことをいう。フランジ４０の“裏面”４０４とは、発光器具１が埋め込まれた天井
または壁などに面する面のことをいう。フランジ４０の材料例は、アルミニウム（Ａｌ）
である。
【００１６】
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　ハウジング５０は、基体１０および発光ユニット２０を覆っている。ハウジング５０は
、基体１０の底部１２および側壁部１４を覆っている。ハウジング５０は、基体１０の側
壁部１４との間に空隙を介在させた状態で、基体１０に固定されている。ハウジング５０
は、嵌合によって、基体１０に固定されている。
【００１７】
　電源ユニット６０は、ハウジング５０に固定されており、発光ユニット２０に電気的に
接続されている。電源ユニット６０は、発光ユニット２０に駆動電力を供給する。
【００１８】
　発光ユニット２０によって発生された熱は、基体１０を介して、フランジ４０に伝導さ
れる。熱は、フランジ４０から照明空間へ放散される。発光器具１は、基体１０およびハ
ウジング５０の間に空隙を有することにより、発光ユニット２０によって発生された熱が
ハウジング５０に伝わることに関して低減されている。特に、発光器具１が天井または壁
に埋め込まれる場合には、天井裏または壁の内側における熱の影響を低減させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一つの実施形態における発光器具１を示している。
【図２】発光器具１の断面を示している。
【図３】発光器具１を示している。
【図４】図２に示された発光ユニット２０の断面を示している。
【図５】図４に示された発光装置２４を示している。
【図６】発光装置２４の内部構造を示している。
【符号の説明】
【００２０】
１　発光器具
１０　基体
２０　発光ユニット
４０　フランジ
５０　ハウジング



(5) JP 2010-56481 A 2010.3.11

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(6) JP 2010-56481 A 2010.3.11

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5F041 AA33  AA38  DA33  DA34  DA35  DA36  DA76  FF11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

